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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積デバイスであって、
　誘電体層、１組のインターコネクトおよび１組の再分配金属層を備える、前記集積デバ
イス用の基部部分と、
　前記基部部分の第１の表面に結合される第１のダイであって、前記基部部分の前記１組
の再分配金属層に結合される複数の第１のインターコネクトピラーを備える第１のダイと
、
　前記基部部分の前記第１の表面に結合される第２のダイであって、前記基部部分の前記
１組の再分配金属層に結合される複数の第２のインターコネクトピラーを備える第２のダ
イと、
　前記第１のダイと前記基部部分との間および前記第２のダイと前記基部部分との間のア
ンダーフィルであって、前記複数の第１のインターコネクトピラーおよび前記複数の第２
のインターコネクトピラーを少なくとも部分的に包囲するアンダーフィルとを備え、
　前記基部部分の前記１組のインターコネクトは、ランディングパッドに接続することな
く、前記複数の第１のインターコネクトピラーおよび前記複数の第２のインターコネクト
ピラーに結合されている、集積デバイス。
【請求項２】
　前記１組のインターコネクトは、前記基部部分の前記第１の表面上の金属層にある、請
求項１に記載の集積デバイス。
【請求項３】
　前記１組のインターコネクトは、前記基部部分の再分配層にある、請求項１に記載の集
積デバイス。
【請求項４】
　前記再分配層はビアを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の集積デバイス。
【請求項５】
　前記第１のダイおよび前記第２のダイのうちの少なくとも１つは、１つまたは複数の基
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板貫通ビアを含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の集積デバイス。
【請求項６】
　前記第１のダイおよび前記第２のダイを封入する封入材料をさらに備える、請求項１か
ら５のいずれか一項に記載の集積デバイス。
【請求項７】
　前記複数の第１のインターコネクトピラーを前記基部部分の前記１組の再分配金属層に
結合するとき、ランディングパッドが回避される、請求項１から６のいずれか一項に記載
の集積デバイス。
【請求項８】
　前記複数の第１のインターコネクトピラーと前記基部部分の前記１組の再分配金属層と
の間の接続にハンダが含まれない、請求項１から７のいずれか一項に記載の集積デバイス
。
【請求項９】
　音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテイメントユニット、ナビゲーションデバイ
ス、通信デバイス、モバイルデバイス、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末、定置
端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコンピュータに組み込まれ
る、請求項１に記載の集積デバイス。
【請求項１０】
　集積デバイスを配設するための方法であって、
　前記集積デバイス用の基部部分を形成するステップであって、
　　誘電体層を形成するステップと、
　　１組の再分配金属層を形成するステップとを含む、基部部分を形成するステップと、
　前記基部部分の第１の表面上に、複数の第１のインターコネクトピラーを備える第１の
ダイを配設するステップであって、前記複数の第１のインターコネクトピラーを前記基部
部分の前記１組の再分配金属層に結合するステップを含む、第１のダイを配設するステッ
プと、
　前記基部部分の前記第１の表面上に、複数の第２のインターコネクトピラーを備える第
２のダイを配設するステップであって、前記複数の第１のインターコネクトピラーを前記
基部部分の前記１組の再分配金属層に結合するステップを含む、第２のダイを配設するス
テップと、
　前記基部部分上に１組のインターコネクトを形成し、前記１組のインターコネクトを、
ランディングパッドに接続することなく、前記複数の第１のインターコネクトピラーおよ
び前記複数の第２のインターコネクトピラーに結合させるステップと、
　前記第１のダイと前記基部部分との間および前記第２のダイと前記基部部分との間にア
ンダーフィルを形成するステップであって、前記アンダーフィルは、前記複数の第１のイ
ンターコネクトピラーおよび前記複数の第２のインターコネクトピラーを少なくとも部分
的に包囲するように形成される、アンダーフィルを形成するステップとを含む、方法。
【請求項１１】
　前記１組のインターコネクトは、前記基部部分の前記第１の表面上の金属層にある、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１組のインターコネクトは、再分配層にある、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のダイおよび前記第２のダイのうちの少なくとも１つは、１つまたは複数の基
板貫通ビアを含む、請求項１０から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記再分配層はビアを含む、請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のダイおよび前記第２のダイを封入する封入材料を形成するステップをさらに
含む、請求項１０から１４のいずれか一項に記載の方法。
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